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并购投资
点评：①大陆半导体产业布局持续发酵，中芯剥离业务，华天再度融资。
      ②近期国际并购热潮回落，仅在IC设计、汽车电子等领域有小规模并购。
      



领域 时间 事件 原因/内容 资金(美元)

IC设计 2018/01/03 华天九天再融资 战略融资。 超0.15亿

IC设计 2018/01/11 Synopsys收购
Kilopass

战略收购。通过收购，Synopsys将提供更多非易失性存储器
IP产品，能更好地满足许多产品对性能、功耗和面积的要求。

 

IC制造 2018/01/02
中芯国际向中芯长电
出售上海测试中心业

务

业务剥离。目的为将上海测试中心的业务营运由中芯上海转
移至中芯长电，并将上海测试中心的业务营运合并至中芯长
电。

0.2亿

IC设备 2018/01/08 精测电子拟设立中外
合资公司

战略投资。精测电子拟设立中外合资公司，进行半导体测试
设备的研发、生产、销售及技术服务。

0.499亿

触控芯片 2018/01/05 贝特莱拟募资

战略融资。本次募集资金有利于开展对触摸屏控制芯片的系
统架构，数字电路和模拟电路单元拓扑，算法和软件，版图
布局和设计的深入研究，突破具有自主知识产权的应用于适
用于 In-Cell 触摸屏的触控芯片关键技术。

0.023亿

汽车电子 2018/01/02 旷达科技入股
Nexperia 业务拓展。是旷达向汽车电子产业链布局的重要落脚点。                 

云计算 2018/01/03 微软收购Avere 
Systems

战略收购。Avere Systems与微软合作，将有助于Azure进入
基于云计算高性能计算解决方案的蓬勃市场。

 

LED 2018/01/10 德豪润达拟购子公司
蚌埠三颐半导体股权

战略收购。本次德豪润达购买其13.7%的股权将进一步提升对
蚌埠三颐半导体的控制权，更加有利于LED倒装芯片项目的
经营发展，符合公司的长期发展战略规划。

0.46亿



本土产业

点评：①大基金持续扩大版图，不断认购国内半导体巨头股票。
      ②重视人工智能，北京、上海欲打造产业基地。
      ③地方政府争先恐后，引进半导体巨头、建设产业基地。
      



【大基金4亿美元入股华虹半导体】

1月3日，华虹半导体发布公布称，公司拟向认购人大基金发行约2.42亿股，约4亿美元，约占经
扩大后的已发行股份总数的18.94%。

【大基金6.8亿元入股晶方科技】

12月29日，晶方科技发布公告称，公司股东EIPAT与大基金签署了《股份转让协议》，EIPAT向
大基金转让其所持晶方科技无限售条件流通股股份21,677,753股，占公司股份总数的9.32%，
转让单价为31.38元/股，转让总价为人民币6.8亿元。

【大基金战略投资中电港】

近日，中国电子(CEC)旗下深圳中电国际信息科技有限公司(中电港)完成B轮融资，总融资额达
人民币12亿元，成功引入大基金、中国国有资本风险投资基金国风投基金、中电坤润基金。原
国有股东中国电子器材有限公司以其母公司中电信息及员工持股平台同步进行了增持。

【大基金战略投资中电港】

1月8日，大基金参与的上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心认购了创达新材公司新增
发的股份。创达新材本次募集资金4472万元，将用于生产线技术改造。其中，本次最大认购方、
新增股东上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心认购了173万股，占发行后创达新材总股
本之比为4.99%。



【上海打造AI生态的全球样板】

① 日前上海临港人工智能产业基地揭牌，与此同时，临港管委会发布“临港地区人工智能与
实体经济深度融合发展行动方案”框架。该《方案》将围绕战略定位，支持人工智能关键
技术突破、促进临港地区人工智能与实体经济深度融合，激发各个产业创新发展的新动力，
打造生产性服务区域一体化的新格局。

② 同时，一批人工智能领域的标志性企业举行了集中签约仪式，包括航天八院、地平线、树
根互联、百度创新中心等。其中，航天八院重点聚焦“智慧能源、智能装备、智联商贸、
综合服务平台”四大业务领域，全力推动解决制约产业发展的重点问题。

【传中国正计划建设国家级人工智能科技园】

① 外媒报道，北京正计划投资138亿人民币建造一个大型的人工智能科技园。

② 据悉，该园区将在未来5年内建成，位于北京西郊的门头沟，总面积大约为0.5平方公里。
预期将有400多家公司进入科技园区办公。园区将重点引进大数据、云计算、生物识别技术、
“深度学习”领域的高新技术企业，与国内外的著名大学、科研院所和龙头企业，共同搭
建人工智能国家级实验室、研究院和技术平台。



【华润微入驻重庆西永微电园】

① 近日，华润微电子（重庆）有限公司揭牌暨战略合作备忘录签约活动在西永微电园举行。
华润微电子控股有限公司、市经信委、重庆西永微电子产业园区开发有限公司在现场签署
了战略合作协议，三方将致力于将华润微电子（重庆）有限公司打造为全国最大的功率半
导体基地，促进我市集成电路产业发展。

② 华润微电子（重庆）有限公司成立后，将设立国家级功率半导体研发中心、建设国内最大
的功率半导体制造中心，同时完善上下游产业链等。

【四川天府新区紫光IC国际城项目正式启动建设】

① 1月4日，四川天府新区紫光IC国际城项目正式启动建设，该项目是紫光集团在芯片制造领
域的三大布局之一，也是中国集成电路崛起的关键战役之一。

【湖南集成电路联盟与台湾电电公会签约】

① 近日，湖南省集成电路设计与应用产业技术创新联盟同台湾区电机电子工业同业公会举行
了合作签约仪式，双方将发挥各自在技术、人才、市场等方面的优势，共同推动湘台两地
集成电路产业的发展。



【武汉将建设精密激光智造基地】

① 近日，精密激光智造基地落户武汉，这将有力带动武汉新型显示面板、手机终端等新兴产
业发展，项目达产后预计实现销售收入30亿元以上，新增就业2000人。

【投资5亿 山东青岛微电子创新中心在崂山区成立】

① 1月9日，注册资金5亿元的青岛微电子创新中心正式成立。中心位于崂山区松岭路的国际创
新园二期，将致力打造微电子公共平台，揭开青岛芯谷新篇章。

② 青岛微电子创新中心定位于微电子公共平台开发、运营、管理，微电子相关领域产品研发、
生产、销售及技术服务，投资管理，计算机系统集成和网络工程，软件开发，技术咨询、
转让、服务，以及建筑工程、房地产开发、房屋和场地租赁、物业管理等。

③ ，

【宁夏首个存储产品研发项目落户银川中关村】

① 近日，银川中关村集成电路产业研发中心项目签约仪式举行，这标志着宁夏首个存储产品
研发项目落户银川中关村创新创业科技园。

② 银川中关村集成电路产业研发中心项目规划占地面积50亩，计划投资4亿元，将主攻存储产
品研发、制造、销售，预计年度销售收入达到8亿元。同时，该项目还将成立中科院微电子
所存储产品设计与研发中心、台湾产品应用技术中心，填补宁夏集成电路与存储产业空白。



【隆基股份拟投巨资建设滁州单晶组件项目】

① 1月4日，隆基股份发布公告称，公司全资子公司隆基乐叶光伏科技有限公司与安徽滁州经
济技术开发区管委会签订了项目投资协议，就公司投资建设滁州年产5GW单晶组件项目达成
合作意向。

② 根据协议，隆基乐叶光伏科技负责设备购置、生产投资，投资概算约19.5亿元；隆基乐叶
光伏科技在滁州经济技术开发区设立全资子公司，注册资本不少于2亿元，从事年产5GW单
晶组件生产项目的投资和运营。项目建设周期约28个月。

【建兴/紫光联合：中国苏州建超级SSD工厂】

① 建兴、紫光集团近天联合宣布，将联合投资1亿美元，在苏州兴建一座SSD固态硬盘开发、
制造工厂。

② 根据合作协议，紫光将出资5500万美元，占股55％，指派三位董事会成员，建兴则出资
4500万美元，占股45％，指派两位董事会成员。

③ 双方还将各出一人，任联合CEO，紫光一方负责业务与产品规划、市场拓展，建兴一方则负
责供应链与制造。

④ 新工厂将从2018年初开工建设，第四季度建成，并在2019年为建兴带来收入。



【深天马建“新型显示产业总部及研发基地”】

① 深天马1月10日公告，公司拟以自筹资金8.83亿元，在深圳市龙华区投资建设“新型显示产
业总部及研发基地”项目。项目实施后，能够进一步调配公司研发资源，提升研发技术创
新能力、公司品牌形象及知名度，加速完成产业升级，提升产品附加值，持续扩大技术先
发优势，加快实现成为全球显示领域领先企业的战略目标。

【广州建中国最大智能电视研发制造基地】

① 1月8日，广州市黄埔区广州开发区与创维集团有限公司签订投资框架协议。创维集团将投
资约70亿元人民币，在该区的中新广州知识城内建设智能产业创新基地。

② 该项目用地1000亩，重点生产4K智能电视、智能机顶盒等。项目建成后，将实现智能家电
年产量3000万台、智能系统和终端产品年产量180万台，合计产值约300亿元，就业人数
6000人。

③ 第一期工程将于今年上半年动工，明年年中完成；第二期工程于今年下半年开工，争取
2020年底竣工。



市场数据

点评：①2017年全球半导体产值破纪录，调研机构看好2018。
      ②2017年全球前十大Fabless出炉：海思和紫光入选。
      ③内存市场持续推动，IC设备投入、需求增长。
      ④看好京东方，未来在大尺寸和AMOLED领域将称霸。



【Gartner：2017年全球半导体收入为4197亿美元】

Gartner称，去年全球半导体收入为4197亿美元，同比增22.2%。三星去年在全球半导体市场的
份额达14.6%，首次超越英特尔公司成为全球最大芯片制造商。

IC
产
业



【SEMI：明年半导体产值将挑战5000亿美元】IC
产
业

SEMI近日指出，2017年全球半导体产值首度突破4000亿美元的大关，2018年仍会是乐观成长的
一年，预估半导体产值将成长4%-8%，2019年产值将可望挑战5000亿美元。



【2017年全球前十大Fabless出炉：海思和紫光入选】

IC Insights近日发布了2017年全球前十大Fabless排名。国内有两家厂商跑进了前十名，分别
是海思和紫光集团（包括了展讯和RDA），这两者分别以47.15亿美元和20.50亿美元的收入分居
第七位和第10位，其中海思的同比增长更是达到惊人的21%，仅仅次于去年火热的英伟达和AMD，
在Fabless增长中位居全球第三。

IC
设
计



【10/7nm、内存市场持续推动晶圆设备需求增长】

① 根据VLSI研究数据显示，预计2017年半导体设备市场将达到704亿美元，比2016年的539亿
美元增长30.6%。而在2018年，IC设备市场预计将达到735亿美元，比2017年增长4.4%。

② 未来影响设备支出的关键市场进行了分析。(1)一些芯片制造商将在2018年从16nm/14nm向
10nm/7nm的逻辑节点进行迁移。(2)3D NAND将在2018年成为设备的主要驱动者。(3)三星在
2017年的资本支出总额为260亿美元，其中包括3D NAND、DRAM(70亿美元)和foundry(50亿
美元)。(4)中国仍是fab设备投资活动的温床。(5)极端的紫外(EUV)光刻技术有望在2018年
生产。(6)2018年，200mm的fab持续出现供不应求的情况。

IC
装
备

图 半导体设备市场增长情况



【2017年晶圆厂设备投资额达历史最高值570亿美元】

① SEMI World Fab Forecast数据显示，2017年晶圆厂设备支出总计570亿美元，和去年相比
增长了41%。2018年预计将增长11%，达到630亿美元。

② 在韩国的投资浪潮，主要是三星，预计在2017年其设备的支出增长128%，从80亿美元增加
到180亿美元。SK Hynix晶圆厂设备的支出也增加了70%，达到55亿美元，是其历史新高。

③ 2018年，预计中国将会为2017年新建的多家晶圆厂配置设备。预计2018年中国企业投资约
58亿美元，非中国公司投资约67亿美元。
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【2017年第三季全球手机处理器排名】

① Counterpoint Research发布的数据显示，2017第三季度以营收来看，高通在智能手机SoC
芯片（即智能手机处理器）市场的份额为42%，高于去年同期的41%

② 苹果的A系列芯片排名第二，市场份额为20%，低于去年同期的21%。联发科的市场份额为
14%，低于去年同期的18%。三星的市场份额从去年的8%上升至11%。华为海思的市场份额为
8%，较去年也大幅上升。

手
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【2020年智能手机逾75%具指纹识别功能】

DIGITIMES Research观察，指纹识别已经成为中、高端智能手机基本配备，2017年尽管苹果旗
舰机型iPhone X未采用指纹传感器，改用人脸识别方式，但全球配有指纹传感器的智能手机出
货量仍达9.2亿支，渗透率约64%，预估随智能手机出货量逐年成长及行动支付等需求升温，
2020年搭载指纹传感器智能手机出货量可达12.5亿支，渗透率将超越75%。
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【2018年VR市场出货量估达500万台】

根据拓墣产业研究院数据显示，2017年全球VR设备出货达到370万台，Sony、Oculus Rift与HTC 
Vive分别居出货量前三名，预估2018年VR市场出货量将会成长到500万台。

虚
拟
现
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【2020年京东方有望成为65寸面板出货冠军】

WitsView预估，2018年京东方此产线计划生产200万片以上的65寸面板，但是否能达到目标仍需
视良率提升状况，预计在2018年对整体供给状况影响较小。然而2019年出货量预计将提升至300
万到400万片，将对市场造成实质冲击。2020年京东方更有望超越韩厂，成为65寸面板出货冠军，
市占率达37%。
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【2021年大陆小尺寸AMOLED面板产能将显著提升】

① DIGITIMES Research预估，2019年大陆厂商大尺寸TFT LCD产能即可超越韩国厂商，跃居第
一，新一阶段的政策方针则是希望在下一代显示器亦即AMOLED面板产能及出货方面大幅缩
小与韩厂差距。

② 在中性发展情境下，预估2022年大陆厂商中小尺寸AMOLED面板合计产能可达1,131万平方公
尺，仅次于韩国厂商，全球比重将可达33.4%，相较其在2017年仅占7.5%，显著提升。

显
示
照
明

图 2017~2022年大陆厂商6代
及以下AMOLED面板产能变化
及预测 (中性情境)



产业合作

点评：①国内厂商积极展开海外合作，布局AI、3D成像、VR等领域。
      
      



领域 合作公司/单位 目的

AI 联发科、阿里巴巴
联发科与阿里巴巴人工智能实验室联手打造首款支援蓝牙mesh技术的
Smartmesh无线连接方案，推进蓝牙mesh技术在智慧家庭的商用落地。

通信 Verizon、三星
双方合作在加州推出5G网络。其中三星将制造一些小盒子，这些盒子在消费
者的家中接收信号并将其转变为Wi-Fi，三星还将为Verizon制造其他网络设备。

3D成像 海信、Corephotonics 双方联合研发出了3D汽车摄像系统TransportEye。

3D成像 Pmd、舜宇光电
双方将联合为中国及全球的移动设备OEM厂商，开发并市场化3D传感摄像头
解决方案。

VR 小米将与Oculus 小米将与Oculus合作生产其首款VR头盔Oculus Go。



设计制造

点评：① 中国芯获进展、龙芯推新版4核处理器。
      ②FinFET与SOI在大陆展开角逐，台积电南京提前投产、GF 22FDX拿下ST。   
      



【龙芯发布3A3000+7A嵌入式设备】

① 1月4日，龙芯科技推出一款搭载龙芯最新一代3A3000四核处理器的嵌入式模块产品—龙芯
3A3000+7ACOM-E。

② 龙芯3A3000+7ACOM-E配备一块龙芯3A3000四核处理器，标准版主频为1.2GHz，高配版主频
可达1.5GHz。板载4GB国产工业级内存，闪存为国产PMON FLASH，容量方面暂不清楚。

③ 龙芯3A3000+7ACOM-E模块参照参照PICMG COM Express Module BaseSpecification 
Reversion 2.0 Type 6标准进行设计，拥有一块95*95mm的微型主板，整机功耗不到50W，
可广泛应用于国防、政府、科研、医疗、电力、通讯、交通等领域。

【台积电南京厂Q1投片，5月开始出货】

① 台积电在南京兴建首座最先进制程12英寸晶圆厂，在试产良率超乎预期下，预定本季末开
始投片，5月开始出货，时程比预订提前半年。

【格罗方德22FDX制程技术平台抢下意法半导体订单】

① 晶圆代工厂格罗方德1月10日宣布，全球半导体供应商意法半导体选择采用格罗方德22纳米 
FD-SOI（22FDX）制程技术平台，以支持用于工业及消费性应用的新一代处理器解决方案。



产品应用

点评：①CES 2018吸引眼球，全球半导体公司纷纷秀绝活。



领域 公司/单位 产品及特性

IC设计 瑞芯微
瑞芯微近日正式推出旗下首款性能超强的AI处理器RK3399Pro，其片上
NPU（神经网络处理器）运算性能高达2.4TOPs，具高性能、低功耗、开
发易等优势，并且瑞芯微能为AI人工智能领域提供一站式Turnkey解决方案。

传感器 OmniVision

OmniVision近日推出新款基于PureCel®Plus堆栈芯片架构的2400万象素
OV24A系列图像传感器。这是OmniVision首次推出的0.9 um像素图像传感
器，能够为智能手机前置和后置摄像头带来更高分辨率的成像和更多先进
的拍摄功能。

传感器 Altek 在CES上展示3D深度传感和算法芯片解决方案AL6100。

传感器 pmd携手英飞凌
在CES上展示了其新款3D图像传感器：IRS238XC。这款图像传感器由
pmd和英飞凌（Infineon）为应对快速增长的3D深度传感市场而联合开发。

传感器 Bosch
在CES上推出两款新品：适用于可穿戴设备和物联网产业的BMA400超低
功耗加速度计，以及用于无人机和机器人应用的高性能IMU — MEMS传感
器BMI088。

传感器 豪威科技

推出专为超薄边框笔记本电脑设计，具有高性能的OV01A图像传感器产品
家族。OV01A基于1.12微米OmniVision® PureCel® Plus堆叠架构，具有
非常小的尺寸，适用于受限空间的应用，如窄边框笔记本和手持式移动设
备。

通信 三星
在CES上带来5G最新发展，该公司将之形容为业界首套完整5G车联网解决
方案，名称为车载资讯控制单元（简称TCU）。



领域 公司/单位 产品及特性

AI 联发科
联发科技宣布推出NeuroPilot 人工智能平台，将终端人工智能（Edge AI）
带入各种跨平台设备 ―从智能手机、智慧家庭到自动驾驶汽车等。

AI CEVA
CEVA发布了用于前端设备深度学习推理，而且功能强大的专用人工智能
(AI)处理器系列NeuPro™。NeuPro系列处理器专为智能和互联的前端设备
供应商而设计，寻求快速利用深度神经网络技术提供的无数可能性。

AI 科大讯飞
科大讯飞在CES上与咪咕联合发布了全球首款全语音人工智能耳机——莫
比斯。莫比斯聚合语音操控、中英翻译、心率监测、健身指导、日程管理、
出行导航、路线规划和音乐听书等完整体系。

IOT 北斗科技集团北斗七星
北斗科技集团北斗七星（重庆）物联网技术有限公司发布了自主研制的三
款基于北斗精准定位的物联网无线数据模块——全网通智能LTE模块S809、
全网通4G无线数据物联网模块X97、NB-IOT无线数据模块X96。

AR 展讯携手uSens 在CES上，紫光展讯通信宣布与三维人机交互技术商 uSens 凌感共同发布
全球首款面向主流市场的增强现实（AR）手机技术解决方案。

自动驾驶 英伟达
在CES上，英伟达发布了全球首个自动驾驶芯片Drive Xavier。该芯片采用
12纳米移动节点，在350平方毫米的区域内搭建了90亿枚晶体管。内有8核
处理器，每秒运算达30万亿次，功耗仅30瓦，效率是上一代架构的15倍。

VR 联想
在CES上，联想发布了两款全新的VR产品，Mirage Solo和Mirage Camera，
二者都结合了Google Daydream(白日梦)虚拟现实平台。此外，联想还发布
了两款智能AR眼镜新品。

显示器 LGD 韩国LG Display，在CES上首次公开65英寸超高清（UHD）卷轴式显示器。

显示器 三星 三星在CES上展示全球第一款MicroLED电视。

3D成像 展讯、豪威
共同发布业内首个面向智能手机的主动立体3D相机解决方案。该方案具可
帮助生产商在新一代智能手机的设计中轻松实现先进的3D成像。



科技前沿

点评：①2017全球看好5G和智能制造，量子通信、人工智能成竞争焦点。
      



【2017世界科技发展回顾】

国家 5G 智能制造

美国 量子计算机最耀眼 芯片研究成果再现 “制造美国”初步见效 人工智能融合制造

德国 建欧洲最大IT研究群 开发量子通信计划 3D打印用于能源 激光技术取得突破

法国 政府重视信息技术 创新数字经济战略

俄罗斯 5G网建设加快步伐 智能城市成效显著 3D打印发动机件 AI成就语音助手

韩国 网络普及世界第一 加强电子政府建设

英国 5G发展保持领先 加强个人数据保护

以色列 推行生物身份识别 网络安全举措不断 人工智能如火如荼 诸多应用开始实现

日本 发明光量子大规模算法 实现光纤最大容量传输 人工智能成果不断 人机协作成为热点

巴西 推“国家物联网计划” 启动5G网络建设



【两院院士评选2017年中国、世界十大科技进展】

序号 中国 世界

1 我国科学家利用化学物质合成完整活性染色体 新传感器技术可实现意念操控机械假肢

2 国产水下滑翔机下潜6329米刷新世界纪录 DNA数据存储新法问世

3 世界首台超越早期经典计算机的光量子计算机诞生 “二手”火箭,成功发射回收

4 国产大型客机C919首飞 3D打印卵巢具有生育能力

5 我国首次海域天然气水合物试开采 科学家成功用引力为星球测重

6 我国“人造太阳”装置创造世界新纪录 全球首次发现双粲重子

7 中国科学家首次发现突破传统分类新型费米子 华人科学家宣布发现“天使粒子”

8 量子通信“从理想王国走到现实王国” 科学家用基因剪刀修复人类早期胚胎致病基因

9 中科院推出高产水稻新种质 世界首个分子机器人诞生

10 “悟空”发现疑似暗物质踪迹 引力波研究获重要进展



大国重器

点评：①欧盟为发展高性能处理器，启动“勃朗峰2020”项目。
      
      



【欧盟启动“勃朗峰2020”项目】

① 2017年12月中旬，欧盟启动“勃朗峰2020”（Mont-Blanc 2020）项目，作为一系列聚焦高
能效基于ARM计算研究项目的接续，“勃朗峰2020”将开启目标是百亿亿次的宏伟研究。该
项目的策略基于模块化封装，将研发一组面向不同市场的系统级芯片（SoC），如用于自动
驾驶的“嵌入式高性能计算”。

② 项目由欧盟通过“地平线2020”计划提供总额1010万欧元的预算支持。目标是为未来低功
耗欧洲百亿亿次处理器铺平带路。



专利要闻
点评：①三星重视显示领域，申请多项专利。
      ②政府鼓励创新，中国专利数量激增。  



类别 公司/单位 事件内容

新专利 三星
三星目前已经获得了一个专利，这项新专利可以让大屏电视在使用中更加的多元化，
并且能够在电视和电脑之间转换。

新专利 三星
三星申请了一个新专利，其被称作“可卷起的OLED显示屏(Rollable OLED Display)，
甚至还拥有支持指纹识别的“高端版本”。

新专利 三星 三星新研发的一种称之为“成像光学系统”的相机模组技术正在进行专利申请。

新专利 苹果 苹果新专利曝光：远程无线充电智能调度。

新专利 Google Google新专利：前后摄像头共用传感器，为耳机端口腾出空间。

新专利 福特 福特为无人驾驶汽车申请新专利：避免车辆处于危险中。

新专利 亚马逊 亚马逊获得智能镜子专利：让购物者试穿虚拟服装。

纠纷 IBM IBM 起诉互联网旅游公司 Expedia 侵犯其数项技术专利。

数据 中国 2017年我国发明专利申请量同比增14.2%。

数据 中国 全国每万人口发明专利拥有量达9.8件。



年终盘点
点评：①2017年中国半导体腾飞，中芯、紫光、寒武纪赚足眼球。
      



【《中国电子报》：2017年中国半导体产业十大事件】

十、硅基氮化镓产线启动

九、硅片涨价倒逼国内硅晶圆产业建设进程

八、封测厂加快产业布局

七、国产CPU产品性能取得快速进步

六、半导体装备市场扩大，呼唤国产装备产业崛起

五、中微赢得起诉Veeco专利侵权的关键专利有效性审决

四、半导体建线再掀热潮

三、人工智能受资本热捧，寒武纪成全球首家AI芯片领域独角兽初创公司

二、中芯国际换帅启用双CEO制，加速冲刺28和14纳米先进工艺

一、长江存储一期项目封顶，存储器建设全面开启



【老杳:2017年中国集成电路产业十大新闻】

十、集微网：半导体大会引燃IC概念股

九、寒武纪：互联网基金入侵半导体

八、比特大陆：另类IC设计黑马

七、福建晋华：DRAM未量产诉讼先临头

六、展讯：曾学忠替代李力游能否力挽狂澜

五、大唐：合资高通遭遇互联网撕逼

四、Omnivision：优质半导体标的再难觅

三、海思：成功模式看得见摸不着

二、兆易：进军DRAM潜在的行业巨头

一、中芯国际：周子学的另类崛起



【2017年全球半导体行业十大创新产品】

十、英伟达打造出AI芯片Tesla V100

九、高通、英特尔先后发布千兆基带

八、第三代北斗芯片正式发布

七、谷歌公布首款自主设计消费类芯片

六、寒武纪发布三款AI ASIC IP 产品

五、首枚国产轨道交通控制芯片问世

四、西数宣布革命性微波辅助磁记录技术

三、Nokia 推出号称全球速度最快路由器芯片

二、IBM和爱立信推出基于5G基站的硅基毫米波相控阵集成电路

一、IBM再次超越谷歌：研制出50量子位计算机原型机



【OFweek:2017年改变中国半导体行业的十大现象】

十、比特大陆成中国第二大IC设计公司

九、巨头联手成立瓴盛科技引争议

八、半导体行业并购大戏上演

七、国际知识产权纠纷诉讼不断

六、国内半导体企业争相上市

五、中国AI芯片异军突起迎来融资潮

四、大基金布局中国半导体行业

三、中国IC设计产业再创新高

二、中国存储产业掀起革命浪潮

一、政府企业引领晶圆建厂高潮



本次SIIP China产业创新投资项目征集令，征集大半导体产业链上下游的项目计划书，胜出的优秀项目
将于SEMICON China 2018同期展示。与此同时，如果您的企业发展需要战略投资，欢迎与我们联络，
并向我们提交您的商业计划书。商业计划书建议涉及以下方面：

▪ 企业简介：包括公司名称、发展历史、产品或服务以及各股东方。
▪ 业务模式：企业的核心产品或服务，市场中的竞争优势。
▪ 市场分析：包括行业整体市场规模，目前公司的市场份额、市场地位，主要竞争对手的情况。
▪ 管理队伍：公司的管理架构，以及创始人、主要管理人员和技术骨干的介绍。
▪ 财务数据：过去两到三年的资金及管理运作的简单财务报告，以及今后两年的销售预测。
▪ 融资需求：一到两年之内的融资计划，包括资金需求量，具体融资方案及其它相关需求。

 征集网址：http://www.semi.org.cn/siip/project/ 



SIIP CHINA
【SEMI产业创新投资平台-SIIP CHINA 】是依托SEMI全球产业资源，汇聚全球产业
资本、产业智慧搭建的专业而权威的产业投融资交流平台。SIIP CHINA产业创新投
资平台，旨在推进中国半导体产业可持续发展，提供全球技术与投资对接机遇，促
进中国与全球合作伙伴的协作，寄期望平台成为大半导体业界最具影响力的产业投
资平台。
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